
◆優れた面内温度分布を実現

発熱体（ヒーター）は熱解析により、改良、改善を繰り返し行い

高精度化を追求しております

◆量産に最適

より高い再現性を追求した結果、発熱体はパターン化を行い

個体間の精度のばらつきを最小に抑えました

◆オーブンユニットで製作対応

ウェーハ上、ガラス基板上の温度分布向上の為

オーブンユニットで製作対応いたします

ホットプレート
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半導体、FPD製造装置の各熱処理プロセスの、次のような工程に採用実績があります。

P E B （化学増幅型レジストベーク） エッチャー用プレート

レジストベークプレート アッシング用プレート

HMDSベークプレート スパッタ用プレート

脱水ベーク プレート ハンドラ用プレート

ＣＶＤ用プレート
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ホットプレート
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東京本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋１－５－１０ ０３－３２３７－３５６８

大阪営業所 〒550-0013   大阪市西区新町１－２７－９ ０６－６３５４－０７７７

名古屋営業所 〒451-0042 名古屋市西区那古野２－１２－２１ ０５２－５７１－５５６８

九州営業所 〒810-0014 福岡市中央区平尾２－１０－５ ０９２－５２２－０７８７

信越営業所 〒399-8205 長野県安曇野市豊科448-1 ０２６３－７２－６２４４

東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町２－１５－１ ０２２－２２１－３１４１

トヨタ営業所 〒473-0901 愛知県豊田市御幸本町２ー２０４－１ ０５６５－２４－６６１２

◆プロファイルデータ

◆半導体用・ＦＰＤ用◆◆半導体用・ＦＰＤ用◆

◆ホットプレート構造図

フェイスプレート

温度、プロセスにより材質（Al.SUS.Cu.Sic）や

表面処理を選定いたします

発熱体（ヒーター）

プロセス温度、要求分布精度等により熱解析を

行い発熱体及び絶縁材を選定します

ボトムプレート（断熱プレート）

ヒーターの熱をより均一にフェイスプレートに

伝える為の工夫を施します

アンダーカバー

ヒーター外部への放熱を防ぐ為、空気の層を

作り断熱を行います

８インチ ウェーハ温度データ
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問い合わせ先
東京本社：03-3237-3568　大阪営業所：06-7711-5744　九州営業所：092-522-0787
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